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二、内容简介
　　半导体封装用玻璃基板是集成电路封装过程中用于承载芯片、实现芯片与外部电路连接的关键材料。目前，随着芯片小型化、高集成度趋势的推进，对封装材料的热稳定性、化学稳定性、电绝缘性、平整度等性能要求越来越高。玻璃基板凭借其优异的性能表现，尤其是其低热膨胀系数、高介电常数、良好的机械强度和化学稳定性，已成为先进封装技术（如扇出型晶圆级封装、嵌入式封装等）的重要选择。同时，为了满足不同封装形式和工艺需求，玻璃基板在厚度、尺寸、表面粗糙度、透过率等方面也呈现出多样化发展趋势。
　　未来，半导体封装用玻璃基板行业将呈现以下趋势：一是材料创新与工艺优化。新型玻璃材料的研发，如低碱玻璃、高折射率玻璃等，将进一步提升基板性能，适应更高密度、更高速度的封装需求。同时，先进的加工技术（如激光切割、精密抛光等）将被广泛应用，确保基板的微米甚至纳米级别的加工精度。二是系统级封装（SiP）与三维封装技术的推动。随着SiP和三维封装技术的发展，玻璃基板在堆叠芯片、互连层、散热层等方面的集成作用将更加突出，对基板的多层结构、薄层间介质、高热导率等特性提出更高要求。三是产业链协同与标准制定。玻璃基板厂商将与芯片设计、封装测试、设备制造等上下游企业紧密合作，共同推进封装技术标准的制定与更新，以确保玻璃基板与整个封装工艺的兼容性和可靠性。
　　2024-2030年全球与中国半导体封装用玻璃基板行业现状及前景分析报告全面分析了半导体封装用玻璃基板行业的市场规模、需求和价格动态，同时对半导体封装用玻璃基板产业链进行了探讨。报告客观描述了半导体封装用玻璃基板行业现状，审慎预测了半导体封装用玻璃基板市场前景及发展趋势。此外，报告还聚焦于半导体封装用玻璃基板重点企业，剖析了市场竞争格局、集中度以及品牌影响力，并对半导体封装用玻璃基板细分市场进行了研究。半导体封装用玻璃基板报告以专业、科学的视角，为投资者和行业决策者提供了权威的市场洞察与决策参考，是半导体封装用玻璃基板产业相关企业、研究单位及政府了解行业动态、把握发展方向的重要工具。

第一章 中国半导体封装用玻璃基板概述
　　第一节 半导体封装用玻璃基板行业定义
　　第二节 半导体封装用玻璃基板行业发展特性
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